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的世界观

地图都少不了 GPU。这两类芯片，国内也完全可以满足军用需求。

既然核心层级的军用芯片不会被发达国家卡脖子，那么一般、重

要、关键层级的军用芯片的自产就更不在话下。如一般层级的电

阻电容器，国内生产没有任何问题，就是航天级的钽电容国内也

能生产。之所以这些级别的芯片还要进口，主要是由于国外的同

类产品生产量和销售量巨大、价格更低，又不属于被控制出口的

敏感产品，而且电阻电容器也不存在 CPU 可能留有后门的隐患，

因而这类采购既不存在断供风险，也不存在信息安全方面的风险。

说到价格，军品级芯片对于价格并不敏感，因为其需求量远不如

商业级那么大。而且，由于国防安全的重要性怎么强调都不为过，

相对来说，成本就不是很重要的考虑因素，所以各国对于军品级

芯片都是能自主尽量自主。然而，商业级芯片对于价格很敏感，

在性能相近的情况下，拼的就是价格。

很显然，中国与芯片强国的真正差距，主要在商业级芯片上，

它强调性能、工艺，还强调外观、价格，而这些正是中国目前

的短板。美国在芯片技术上之所以占据领先地位，是因为其起

步早、投入大而且持久、从研发到投入市场速度快、市场认同

度高等原因。尤其在商业级芯片方面，美国芯片企业的服务器

芯片、现场可编程门阵列（FPGA）芯片、模拟数字转换器（ADC）

和数字模拟转换器（DAC）芯片、数字信号处理（DSP）芯片、

射频芯片、控制芯片、有线传输领域的高速光模块等高端电子

元器件，在全球市场几乎无可替代。

美国发展芯片的思路是：只要掌握核心和大部分关键层级

的元器件设计生产能力，以及系统设计和整合的能力，就掌握

了这一产品的命脉，并不追求 100% 国产化，客观上这也做不到。

正因为如此，美国既是芯片出口大国，同时也从外国大量采购。

所以，一个国家如果要发展自己的芯片产业，在坚持军品级芯

片以我为主的基础上，在发展商业级芯片上也不能求全，无需

要求所有芯片全都靠自己研发生产，其实，在某些领域拥有自

己的核心技术或独门技术才是关键。

有希望的“苦难行军”

如前所述，中国芯片企业几乎在设计方面赶上世界水平，

但在制造加工与检测方面仍需“苦难行军”。2019 年 1 月，华

为在深圳发布了最新研制的芯片组，但确切地说，他们在大陆

只完成设计环节，代工却还是和以往一样，是交给台湾协作企

业实施，反映了中国大陆企业与世界企业技术差距。不过与华

为的谦逊态度形成鲜明对比的是，美国国际半导体技术咨询公

司总裁简·瓦达曼觉得，中国引以为傲的国内一流芯片企业至

多比海外对手企业落后十年，“这加剧了美国封锁与规制的冲

动”。他指出，自 2012 年以来，中国积极收购半导体企业，获

取技术，拉拢优秀人才，让美国感到警觉。半导体制造设备成

本和制造最先进处理器所必需的研发成本日益增大（最先进处

理器的用途包括高性能计算机、高端移动设备、游戏设备和人

工智能等），这将导致“高端俱乐部”的座位越来越紧俏，“更

多的选手将被排挤下去”。

日本《日经商贸》周刊注意到，就世界范围而言，台积电

是全球最大的半导体代工企业，合同数占整个市场的一半，但

在 2019 年 1 月 24 日，它宣布今后也向华为“学习”，将年收

益的 8% 至 9% 用作研发经费，而在 2018 年，它的研发经费达

29 亿美元之巨。由于智能手机需求急剧下降，公司短期收益预

期恶化，但这些并没有阻碍台积电扩充研发费用。另一方面，

中国内地最大的半导体企业——中芯国际集成电路制造公司在

2018 年投入约 5.5 亿美元研发经费，相当于销售额的 16%。伦

敦阿雷特研究公司高级分析师吉姆·丰塔内利指出，最尖端的

芯片制造开始变得困难，“这里没有捷径可走，连美国英特尔

公司都陷入苦战”。据称，首先需要的是巨额研发资金，然后

是业绩首屈一指的工程师，由于研发经费上涨，美国半导体代

工企业（销售额居世界第二的）格罗方德半导体公司与台湾联

华电子已于 2017-2018 年相继退出最尖端芯片的制造竞争，退

美国晶片制造厂高通。


